Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu mikrosystemów (die bonder)

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Nabiurkowe urządzenie przeznaczone do programowalnego, kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania operacji przenoszenia, klejenia, lutowania, wspomaganego ultradźwiękami termokompresyjnego łączenia struktur/komponentów, detektorów półprzewodnikowych  itp. do podłoży. Dokładność układania 5 μm lub wyższa. Sterowanie: PC z systemem XP Pro lub Win 7 Pro 
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Klejenie struktur z nakładaniem kleju metodą stemplowania lub dozownika.

Lutowanie struktur na grzanym stoliku z dogrzewaniem strumieniem gorącego gazu

Łączenie termokompresyjne struktur do podłoża, wspomagane ultradźwiękami – FLIPCHIP

Przenoszenie struktur (PICK AND PLACE) z  pociętej płytki min. 6 cali na folii do pojemników GelPack, WafflePack
	potwierdzić

	8.
	Parametry urządzenia 
	Urządzenie wyposażone w osprzęt pozwalający na wyjmowanie, przenoszenie i umieszczanie na materiale podłożowym komponentów o różnych rozmiarach. Minimalne wymiary komponentów: 150x150 μm, maksymalne wymiary komponentów: 40mmx40mm. Maksymalne wymiary podłoża: 200mmx300mm
	potwierdzić

	
	
	Dokładność X-Y klejenia (PICK AND PLACE) lepsza niż 5 μm

Dokładność X-Y Flip-Chip lepsza niż 3 μm
	potwierdzić i podać

	
	
	Rozdzielczość przesuwu stolika: min. 0,3μm.
	potwierdzić i podać

	9.
	Sposób podawania kleju
	Z dozownika pozwalającego na regulowanie objętości kropli kleju (regulacja za pomocą ciśnienia i czasu). Komputerowe sterowanie głowicą dozującą, z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows, (XP Pro lub 7 Pro)
	potwierdzić i podać

	
	
	Metodą stemplowania, napęd pneumatyczny
	potwierdzić

	10.
	Stolik do lutowania
	Minimalna temperatura dla pracy ciągłej: 300ºC, 

stosowanie atmosfery ochronnej
	potwierdzić i podać

	
	
	Mocowania próbek za pomocą próżni
	potwierdzić

	
	
	Maksymalny wymiar próbek dających się zamocować na stoliku: 50x50 mm
	potwierdzić

	
	
	Regulacja wysokości położenia stolika w zakresie co najmniej 10mm 
	potwierdzić

	11.
	Stolik do pudełek typu Wafflepack, GelPack 4x4 cale
	Przystawka do pudełek typu „Wafflepack” 4”x4”
	potwierdzić

	
	
	Ręczne pozycjonowanie w kierunkach X-Y

Pozycjonowanie Theta  (kąt obrotu)
	potwierdzić i podać

	
	
	Regulacja wysokości położenia stolika w zakresie co najmniej 10mm
	potwierdzić i podać

	12.
	Stolik do pociętych na folii płytek o średnicy min. 6 cali 
	Maksymalna średnica płytki: 6”
	potwierdzić i podać

	
	
	Wypychanie struktur za pomocą pojedynczej igły w przypadku małych struktur lub kilku igieł w przypadku dużych struktur 
	potwierdzić i podać

	13.
	Urządzenie umożliwiające zwiększanie siły połączenia
	Zwiększa siłę nacisku do 50N 
	potwierdzić i podać

	14.
	Grzanie strumieniem gorącego gazu
	Dysza do podgrzewania małych komponentów. Średnica dyszy do 10mm. 
	potwierdzić

	
	
	Temperatura do 500ºC
	potwierdzić i podać

	15.
	Generator ultradźwięków 
	Generator ultradźwiękowy PLL, przetwornik ultradźwiękowy 
	potwierdzić

	16.
	Głowica do stemplowania
	Zapewnione.
	potwierdzić

	17.
	Kamera umożliwiająca podgląd boczny. Powiększenie 280x lub więcej
	Zapewnione.
	potwierdzić i podać

	18.
	Oświetlenie
	Oświetlacz LED pierścieniowy, mocowany niezależnie
	potwierdzić

	
	
	Oświetlenie współosiowe
	potwierdzić

	
	
	Źródło światła mocowane na elastycznym ramieniu
	potwierdzić

	19.
	Sposób sterowania 
	Sterowanie ręczne poprzez panel sterujący oraz joystick. Ręczne ustalanie położenia stolika roboczego 
	potwierdzić

	20.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego


	 A  -  Wykonanie testów na standardowych strukturach i podłożach dostarczonych przez wykonawcę urządzenia. Wykonanie klejenia i lutowania struktur na:

- obudowach metalowych i ceramicznych

- podłożach z metalizowanego laminatu (FR4)

Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru temperatury.

Sprawdzenie dokładności położenia struktur na podłożu/obudowie. 

Wykonywanie co najmniej 10 klejeń i lutowań w każdym z wymienionych wyżej przypadków.

B  -  Wykonanie, w miejscu instalacji, testów klejenia: 

struktur krzemowych 14,0x14,0 mm na metalizowanym podłożu FR4 o średnicy 24mm 

struktur o wymiarach 11,3x11,3 na podłożu ceramicznym o wymiarach 11,4x17,0 mm, truktury 

diod LED o wymiarach 0,25x0,25mm  do 0,29x0,29mm na metalizowanym laminacie FR4

Sprawdzenie dokładności położenia struktur na podłożu/obudowie. Wykonywanie co najmniej 10 klejeń w każdym z wymienionych wyżej przypadków 
	potwierdzić

	21.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.
	potwierdzić i podać

	22.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	23.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione.
	potwierdzić i podać

	24.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	25.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	26.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	27.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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